附圖1：系爭專利主要圖式
系爭專利第2圖為鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板製造方法之流程圖
[image: image1.emf]系爭專利第3圖為實施例置於電印刷電路板上鑽孔時之使用[image: image2.jpg]R
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狀態剖示圖
附圖2：被證3主要圖式
證據3之圖3為鋁質複合基板置於印刷電路板上方以供鑽孔的剖面示意圖。
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附圖3：被證5主要圖式
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被證五圖1顯示鑽孔加工時之夾持固定狀態示意圖。

附圖4：被證6主要圖式
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被證6圖2為潤滑片30之剖面圖。

附表1：系爭專利請求項1與被證3、被證4之技術對應表
	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證3
技術內容
	被證4
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	用於印刷電路板之製孔用之潤滑劑片材，包括

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	0.05至0.5毫米厚度之金屬箔

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	0.02至3.0毫米之厚度，且由混合物(a)或混合物(b)所形成之有機物質層，該有機物質層係形成於該金屬箔之一面上，該混合物(a)係含聚醚酯(Ⅰ)、固態水溶性潤滑劑(Ⅱ)及具有200至600之數目平均分子量之聚乙二醇(Ⅲ)的混合物


附表2：系爭專利請求項1與被證3、被證5之技術對應表
	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證3
技術內容
	被證5
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	印刷電路板之鑽孔加工方法

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	印刷電路板之原板上係層壓有一潤滑片材，在該潤滑片材中，潤滑劑層是形成在金屬箔或樹脂片材之一側上以致於該潤滑劑層是作為潤滑片材之上側；潤滑劑層，係由聚醚酯及水性潤滑劑混合物所構成，該水性潤滑劑選自數目平均分子量1000～9000之聚乙二醇。


附表3：系爭專利請求項1與被證3、被證15之技術對應表
	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證3
技術內容
	被證15
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	印刷電路板之積層體中鑽穿孔之方法

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	該水溶性潤滑劑薄片具有0.02至3 mm之厚度，並且係由20～90重量%聚醚酯與10～80重量%水溶性潤滑劑之混合物所形成。該水溶性潤滑劑特定地包括平均分子量為600至9000之聚乙二醇。


附表4：系爭專利請求項1與被證3、被證4及被證6之技術對應表
	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證3
技術內容
	被證4
技術內容
	被證6
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	用於印刷電路板之製孔用之潤滑劑片材，包括
	印刷電路板上鑽穿孔之方法；潤滑片30

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	
	載片31

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	0.05至0.5毫米厚度之金屬箔
	

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	0.02至3.0毫米之厚度，且由混合物(a)或混合物(b)所形成之有機物質層，該有機物質層係形成於該金屬箔之一面上，該混合物(a)係含聚醚酯(Ⅰ)、固態水溶性潤滑劑(Ⅱ)及具有200至600之數目平均分子量之聚乙二醇(Ⅲ)的混合物
	於載片31二面塗覆水溶性乾性潤滑膜32；潤滑膜32係經由混合乙二醇（glycol）（較佳為二丙烯乙二醇（dipropylene glycol））、非離子界面活性劑及蠟質硬化劑而成


附表5：系爭專利請求項1與被證3、被證5及被證6之技術對應表

	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證3
技術內容
	被證5
技術內容
	被證6
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	印刷電路板之鑽孔加工方法
	印刷電路板上鑽穿孔之方法；潤滑片30

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	
	載片31

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	
	

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	印刷電路板之原板上係層壓有一潤滑片材，在該潤滑片材中，潤滑劑層是形成在金屬箔或樹脂片材之一側上以致於該潤滑劑層是作為潤滑片材之上側；潤滑劑層，係由聚醚酯及水性潤滑劑混合物所構成，該水性潤滑劑選自數目平均分子量1000～9000之聚乙二醇等
	於載片31二面塗覆水溶性乾性潤滑膜32；潤滑膜32係經由混合乙二醇（glycol）（較佳為二丙烯乙二醇（dipropylene glycol））、非離子界面活性劑及蠟質硬化劑而成


附表6：系爭專利請求項1與被證3、被證15及被證6之技術對應表

	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證3
技術內容
	被證15
技術內容
	被證6
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	印刷電路板之積層體中鑽穿孔之方法
	印刷電路板上鑽穿孔之方法；潤滑片30

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	
	載片31

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	
	

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	該水溶性潤滑劑薄片具有0.02至3 mm之厚度，並且係由20～90重量%聚醚酯與10～80重量%水溶性潤滑劑之混合物所形成。該水溶性潤滑劑特定地包括平均分子量為600至9000之聚乙二醇
	於載片31二面塗覆水溶性乾性潤滑膜32；潤滑膜32係經由混合乙二醇（glycol）（較佳為二丙烯乙二醇（dipropylene glycol））、非離子界面活性劑及蠟質硬化劑而成


附表7：系爭專利請求項1與被證3、被證4及被上證1之技術對應表

	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證3
技術內容
	被證4
技術內容
	被上證1
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	用於印刷電路板之製孔用之潤滑劑片材，包括
	印刷電路板之穿孔加工法

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	
	

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	0.05至0.5毫米厚度之金屬箔
	

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	0.02至3.0毫米之厚度，且由混合物(a)或混合物(b)所形成之有機物質層，該有機物質層係形成於該金屬箔之一面上，該混合物(a)係含聚醚酯(Ⅰ)、固態水溶性潤滑劑(Ⅱ)及具有200至600之數目平均分子量之聚乙二醇(Ⅲ)的混合物
	潤滑劑係以在塑膠片材或是金屬箔塗佈有該聚乙二醇之水溶性潤滑劑片材的方式所配置者


附表8：系爭專利請求項1與被證3、被證5及被上證1之技術對應表

	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證三
技術內容
	被證五
技術內容
	被上證一
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	印刷電路板之鑽孔加工方法
	印刷電路板之穿孔加工法

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	
	

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	
	

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	印刷電路板之原板上係層壓有一潤滑片材，在該潤滑片材中，潤滑劑層是形成在金屬箔或樹脂片材之一側上以致於該潤滑劑層是作為潤滑片材之上側；潤滑劑層，係由聚醚酯及水性潤滑劑混合物所構成，該水性潤滑劑選自數目平均分子量1000～9000之聚乙二醇等
	潤滑劑係以在塑膠片材或是金屬箔塗佈有該聚乙二醇之水溶性潤滑劑片材的方式所配置者


附表9：系爭專利請求項1與被證3、被證15及被上證1之技術對應表

	系爭專利請求項1
技術特徵
	被證3
技術內容
	被證15
技術內容
	被上證1
技術內容

	一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：
	鋁質複合基板30；具有良好散熱性、良好緩衝效果、不易斷針的特性，適用於各種電路板鑽孔時蓋於上方
	印刷電路板之積層體中鑽穿孔之方法
	印刷電路板之穿孔加工法

	一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為20 μm至200 μm；
	紙層31，厚度為125 μm至175 μm之間；二淋膜層33，厚度為30 μm至60 μm之間
	
	

	一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及
	二鋁箔層32；淋膜層33分別置於紙層31與鋁箔層32之間
	
	

	一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。
	
	該水溶性潤滑劑薄片具有0.02至3 mm之厚度，並且係由20～90重量%聚醚酯與10～80重量%水溶性潤滑劑之混合物所形成。該水溶性潤滑劑特定地包括平均分子量為600至9000之聚乙二醇
	潤滑劑係以在塑膠片材或是金屬箔塗佈有該聚乙二醇之水溶性潤滑劑片材的方式所配置者
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